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Silex Microsystems deltar i projektet EPAMO under EUs 7:e ramprogram for att
utveckla avancerade RF-losningar for framtidens 4G mobiltelefonsystem

Silex kommer att utveckla innovativa mikroteknologier i form av Through Silicon Vias (TSV),
piezoelektriska teknologier (PZT) samt integrerade passiva komponenter (IPD)
som del i detta projekt med ledande europiska foretag.

JARFALLA, Sverige, 23:e Januari, 2012 - Silex Microsystems, vérldens storsta renodlade kontraktstillverkare
(pure-play foundry) av MEMS komponenter, annonserar idag att de deltar i ett internationellt EU-finansierat
projekt/program for att utveckla en ny teknologiplattform. Malet &r att ta fram avancerade RF losningar for 4G
basstationer och mobiltelefoner. Projektet, “Energy-efficient Piezo-MEMS Tunable RF Front-End Antenna Systems
for Mobile Devices” eller EPAMO, utvecklar nya teknologier for att realisera framtidens hogpresterande RF-system,
energieffektiva mobilkommunikationssystem och kraftigt miniatyriserade och integrerade RF-komponenter samt
kostnadseffektiva 16sningar for mobiltelefonindustrin. Silex bidrag i detta projekt inkluderar att utveckla
metalliserade forbindelser genom kiselskivor (Through Silicon Vias, TSVs) for RF dndamaél, med hog prestanda,
och PZT-baserad piezoelektrisk tunnfilmsteknologi. Detta kommer att mojligora hogvolymtillverkning av
avancerade rorliga mikromekaniska strukturer (sdsom aktuatorer) och integrerade passiva komponenter (IPDs), med

anvindning av skivgenomgéende processning och avancerad materialutveckling.

“Som del i EPAMO kommer Silex utnyttja sin mangariga tekniska expertis inom 3D kisel tillverkning for att
utveckla nya MEMS-teknologier”, berittar Silex tekniske chef, Tekn. Dr. Thorbjorn Ebefors. “Dessa nya
teknologier kommer att anvindas for tillverkning av tdtpackade (high-density) integrerade induktanser, resistanser
och kapacitanser for helt nya typer av komponenter. Som den enda renodlade kontraktstillverkaren av andra foretags

MEMS komponenter inom EPAMO ir Silex bést ldmpat att erbjuda dessa nya teknologier till framtida kunder”.

EPAMO kommer att utveckla nya avancerade skivmaterial och designer for RF-komponenter, genom att kombinera
nya tunnfilmsteknologier med CMOS-l6sningar (Complementary Metal-Oxide-Semiconductor) och avancerade 3D
teknologier for “’packaging”. Silex bidrag innefattar piezo-MEMS-skivprocessning, genom utnyttjande av PZT-
material, avancerade skivgenomgaende forbindelser for RF (RF-TSV), och skivgenomgéende integrerade passiva

anordningar (IPD).



Teknologierna som utvecklas av Silex genom EPAMO-projektet kommer att kunna tillimpas inom ett brett
spektrum av olika MEMS produkter och applikationer, sa som sensorer (tex gyron och accelerometrar i
konsumentelektronik), aktuatorer (tex autofokussystem i smartphones), energiomvandlare (energy harvester) och
innovativa RF MEMS-enheter for nista generations mobiltelefonisystem. De integrerade passiva enheterna har ett
brett anvindningsomrade - allt fran 6kad funktionalitet for mikromekaniska produkter till funktionella inkapslade
CMOS-enheter, till titpackade viagenomforingar i integrerade kisel-"kretskort” (Silicon Interposers) for avancerad

2,5D/3D elektronik montering.

Anvindningen av PZT kommer gora Silex till virldens forsta kontraktstillverkare av MEMS som kan erbjuda detta
avancerade piezoelektriska material i volymproduktion. PZT (lead zicronacte titanate) ses som ett av de lovande
materialen for att uppnéa piezo-effektbaserade mikroelektroniska/-mekaniska anordningar. De metalliserade RF-
genomforningarna (TSV) tillhandahélles pa 300 um tjocka kiselskivor med mojlighet till mindre dn 150 pm i
packningsavstand (pitch), for att uppfylla behovet av chip miniatyrisering och integrering med manga anslutnings
signaler (I/Os) per ytenhet (>50 I/Os per mm?). Tjocka robusta TSV-skivor ir ocksé kritiska for utvecklingen av de
integrerade passiva enheterna, eftersom Silex kommer att anvinda elektropliterade genomféringar genom hela
skivtjockleken for utveckling av integrerade induktanser och MIM-kondensatorer med hogt komponentvérde per

ytenhet och mojlighet att miniatyrisera systemen dir dessa passiva komponenter anvénds.

Om EPAMO

Den kraftiga 6kningen av den tradlosa trafiken kommer att fylla de globala radioniten. For att stodja den kraftigt
vixande efterfragan pa tradlos datadverforing, kar telekomindustrin antalet frekvensband och utvecklar avancerade
mobiltelefoner som stodjer hogre datadverforingshastigheter. EPAMO kommer att utforska och implementera ett
antal innovativa processer och tester for att realisera en adaptiv 4G-radio med front-to-end system for
mobiltelefoner. Med tillgangen pa adaptiv kanalinstéllning i mobiltelefoner, kan mobiltelefonens effektnivaer sinkas
med upp till 50% utan forlust i signalstyrka och integritet. Basstationernas energiforbrukning kan ocksa minskas,
varvid minst 10 % energibesparing kan uppnds. Sammantaget beriknas denna nya teknik medfora en besparing pa
1640 MW per ar for 4G basstationer och telefoner, en energibesparing storre #n kapaciteten av de senaste
kédrnkraftverken som &r under uppforande i Finland och Frankrike. Skapandet av denna energi genom fossila

brinslen skulle medféra arligt utsldpp av 12.9 miljoner ton koldioxid (CO2) till var milj6.

Silex Microsystems AB ir ett av de elva top-rankade industriella foretagen forutom de fyra ledande forskning
partners fran Finland, Tyskland, Nederldnderna och Sverige som formerat EPAMO. Konsortiets totala budget
omfattar 120 MSEK, som &r en kombination av bidrag fran de deltagande foretagen, ENIAC och EU-medel via
parternas nationella innovationsmyndigheter. Silex budget i detta projekt ar drygt 7,5 MSEK, varav 33,3% ér bidrag
fran Vinnova (Sveriges innovationsmyndighet) och 16,7% fran ENIAC Joint Undertake. Forutom att generera nya
teknologier skapas dven nya arbetstillfillen och Silex har senaste manaderna anstillt tva ytterligare personer som
kommer att jobba med foretagets FoU projekt. Silex expanderar kraftigt, i sa vil omséttning som antal anstillda,

vilka har mer dn fordubblats de senaste 18 manaderna.



EPAMO koordineras av Dr Thomas Metzger av EPCOS AG i Tyskland. EPCOS ér virldsledande inom RF-filter
och nist storst globalt pd modullosningar for RF front-to-end av mobiltelefoner. EPCOS Nederlidnderna N.V. ér vird
for utveckling och affiarsutveckling av flera RF-systemlosningar, sa som antennmottagare, avstimbara

effektforstirkare och smarta RF-gréanssnitt for EPCOS. For mer informations se: www.epamo.eu.

Om ENIAC JU

ENIAC JU (European Technology Platform on Nanoelectronics Joint Undertaking), ett offtenligt-privat konsortium
mellan den Europeiska kommissionen, 21 europeiska lander och olika nanoelektroniska aktorer, ger stod med
2.2 M£ till EPAMOs budget. Nationell offentlig finansiering fran de deltagande nationerna ticker 5.5 M€, medan

5.6 M€ kommer fran EPAMOs partners. F6r mer information se: www.eniac.eu

Om Silex Microsystems

Silex Microsystems #r virldens storsta renodlade MEMS-kontraktstillverkare. Silex tjdnster innefattar avancerad
MEMS tillverkning och miniatyriserade monteringslosningar till virldens ledande elektronikforetag. I sina svenska
produktionsfabriker i norra Stockholm (Jirfilla) med dedikerade halvledarrenrum pa totalt 2,400 m* for bade 6 "-
och 8"-skivor har Silex slutfort over 300 MEMS-projekt med 6ver 100 olika foretag som kunder. For mer

information se: www.silexmicrosystems.com
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